


Die drei Fragezeichen und der Voiding-Fall

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

im Juni 2018 haben wir, Dorina Fricke und Sebastian Henseler,
unsere 3-jahrige Ausbildung zum Mikrotechnologen erfolgreich
abgeschlossen. Unser Abschlussprojekt sollte wie das Unter-
nehmen sein, in dem wir unsere Ausbildung absolvieren durften:
innovativ, zielorientiert und kreativ. So entschieden wir uns fir
ein einzigartiges Projekt, welches gemeinsam an beiden Stand-
orten erarbeitet werden konnte.

Thema war es, das Voiding-Verhalten bei LGA-Bauteilen genau-
er zu untersuchen, um eine Prozessoptimierung fur die Ferti-
gung zu erzielen. Dazu wurden zunachst die Einflussfaktoren bei
der Porenbildung ermittelt, die wir als EMS-Dienstleister beein-
flussen kénnen. Aufgrund der Komplexitat entschied man sich
far eine standortlbergreifende Abschlussarbeit, da es nur so
maoglich war, alle Faktoren zu bertcksichtigen. Wahrend in der
Firma in Schwaig unterschiedliche Loétverfahren und Schablo-
nen-Designs miteinander verglichen wurden, versuchte man am
Standort Eisleben den Schablonendruck mit all seinen Parame-
tern und verschiedene Lotpasten miteinander zu vergleichen.
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Die Ergebnisse wurden in beiden Projektarbeiten miteinander
kombiniert.

Die Basis fur die Untersuchungen war ein gemeinsam entwickel-
tes Testboard. Um fur unsere Firma entscheidende Bauteile fur
die Abschlussarbeit zu beschaffen, wurde im Vorfeld eine Analy-
se der bisher eingesetzten und problematischen Bauteile durch-
gefthrt. Zur Untersuchung des Voiding-Verhaltens der Bauteile
wurde unser Rontgensystem eingesetzt. Hierbei konnte mittels
des ,Void Calculators” der prozentuale Anteil der Poren bildlich
veranschaulicht werden.

Nach den Versuchsreihen konnte man feststellen, dass sich die
Dampfphase bestens dafiir eignet, das Voiding-Verhalten so gut
wie moglich zu reduzieren. Auch die getesteten Pasten unter-
schieden sich kaum von der bisher im Betrieb verwendeten Pas-
te. Viel entscheidender waren die Form und die Geometrie der
Bauteilpads sowie die Hohe des Lotdepots. Somit kdnnen wir
bei der Schablonenerstellung und den damit verbundenen De-
sign-Regeln bewusst etwas gegen die Porenbildung unternehmen.
(Hinweis: wissenschaftliche Arbeit)
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Erweiterung des Maschinenparks

Um unsere Loétkapazitaten in der THT-Fertigung weiter auszubau-
en, wurde an unserem Standort Eisleben eine Selektividtanlage
von Inertec installiert und in Betrieb genommen. Mit dem Selek-
tiviotsystem Inertec ELS 3.3 werden die Loétstellen einzeln ange-
fahren und kénnen so individuell bearbeitet werden. Das bedeu-
tet, dass zum Beispiel mit dem Microdrop-Fluxer fur jede Lotstelle
die richtige Menge an Flussmittel aufgebracht wird.

Der Vorteil liegt auf der Hand: der Flussmittelverbrauch und die
Ruckstande auf den Platinen werden reduziert. Jedes Bauteil,
jede Lotstelle hat ihren spezifischen Warmebedarf, der beim Lo-
ten bedacht werden muss. Der Loétvorgang kann daflr gezielt
programmiert und gesteuert werden, damit jeder einzelne Pin mit
der notwendigen Lotzeit und Lotmenge versorgt wird.

Der Lotprozess findet unter einer Stickstoff-Atmosphére statt und
bietet ein interessantes Feature mit der Stickstoff-Vorheizung.
Diese Vorheizung ist direkt im Létmodul untergebracht und kann
massereiche Bauteile und Lotstellen nochmals gezielt vorwar-
men, um einen optimalen Durchstieg zu gewahrleisten.

Neues Inspektions-System

Inspektion, Dokumentation und Analyse sind unverzichtbare Mittel
des QM, um eine gleichbleibende Qualitat von Produkten zu liefern
oder im Optimalfall stetig zu verbessern. Da bekanntermaBen die
Komplexitéat von elektronischen Aufbauten zunehmend steigt, sind
Mikroskope, welche diese Mittel visuell unterstiitzen, unentbehr-
lich. Somit war die Anschaffung eines Digitalmikroskops mit einer
hohen Auflésung so gesehen ein weiterer Schritt. Die Entschei-
dung fiel auf das Omni-Core von Ash Vision, ein Digitalmikroskop,
welches unsere Bedirfnisse und Anforderungen erflllt. Es ist aus-
gestattet mit einer Messsoftware, einem dimmbaren 8-Punkt-LED-
Ringlicht und eine Anzahl von nutzlichen Apps, wie z.B. Bild- Sta-
cking oder Komparator-Funktionen. Die Echtzeit-Ubertragung der
Full-HD-Bilder auf den Monitor erfolgt mit 60 Bildern pro Sekunde
und macht die Betrachtung und die Diskussionen Uber das zu
untersuchende Objekt von mehreren Personen mdglich.

Diese Vorteile und Optionen des Inspektionssystems lassen es
zu einem unverzichtbaren Werkzeug in unserer Fertigung werden.

Das Selektivl6tsystem ist eine ideale Ergadnzung zum Wellenl6t-
prozess und stellt mit den reproduzierbaren Ergebnissen eine
hohe Loétstellenqualitat sicher.
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Nachruf Alfred Weingast

Unser lieber und geschatzter Kollege Alfred Weingast hat uns plétzlich und tberraschend fur
immer verlassen. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefthl gelten seiner Familie, Angehdérigen
und Freunden. Wir sind in Trauer miteinander verbunden!

Fred, du warst mit deinem Pflichtbewusstsein und deiner Zuverlassigkeit stets ein geschatz-
ter Kollege. Du hast mit deiner Freude und Leidenschaft flir die Arbeit deine Spuren bei uns
hinterlassen. Du wirst uns in Erinnerung bleiben!

Sturmwind fegt des Nachts.
Ich verriegle die Laden.
WeiB leuchtet die Kirschblite am Morgen.
(Haiku von Yasashi lwa)
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